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Als unumgéngliches mechanisches Bindeglied im
Makroformat und systemische Schwachstelle der Ge-
ritekonfiguration erfordern Steckverbinder standige
funktionale Erweiterungen und applikative Anpassun-
gen. Eine Auswahl erldutert die neuesten Steckver-
bindertypen — Schwerpunkt ist dabei die High-Speed-
Dateniibertragung und die industrielle Automation

Neue Versionen von Cadstar 17, CR-8000 und StencilLaser berticksichtigen die Qualitdtsmerk- Universaladapter — neue Middleware fiir die
E3.Series mit gesteigerter Leistungsfahigkeit male beim Fertigen fiir Lotpastenschablonen Kombination diverser RFID-Komponenten
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Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):

Steckverbinder in neuen funktionalen Varianten Auto-Wachstumsjahr oder Eintriibung im 2. Hj.? 1480
fiir sehr schnellen Datentransfer und Automation 1447 ) e
Innovativ und zukunftsorientiert 1488
IGBTs der 7. Generation 1452

Lotpastenschablonen im Fokus —
Bauteilbeschichtung und Lotbarkeit 1455 Qualitét hat viele Dimensionen 1493
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Mit Roboter automatisierte Priifanlage testet elektronischer Bauteile und
Steuerungssysteme fiir Fahrzeuge unter extremen Temperaturen

LEITERPLATTENTECHNIK
Technologie im Wandel — Rohde & Schwarz
profiliert sich als High-End-Auftragsfertiger 1497

Die Leiterplattenindustrie in Thailand und Vietnam 1500

Weltweit erste kiihlwasserfreie Reflow-Lotanlage
bei der finften Woche der Umwelt' vorgestellt 1520

20 Jahre Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik 1524
Reinigung von Elektronikbaugruppen — Pro und Contra 1527
Universaladapter fiir RFID-Komponenten 1531
Spannender Wissensdialog auf dem Techno Day 1534

Schwacher PC-Absatz beeinflusst den Festplattenhandel 1537

ANALYTIK & TEST

Priifanlagen fiir das Testen unter extremen Temperaturen 1546

IPC-konforme Kontrolle von THT-Létverbindungen

bei Automotive-Steckverbindern 1548
Leichter messen, speichern und analysieren 1549
Vereinfachter Pull-Test von Wafer-Bumps 1550
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ventec

INTERNATIONAL GROUP

Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist flr die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bediirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Erfolgreiches Leiterplattendesign spart Entwicklungszeit sowie Kosten

und erkennt Integritétsprobleme friih im Entwicklungsprozess

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Moderne Design-Tools erleichtern die Abstimmung
von DDR4-Signalpfaden

Acht Schritte zu einer erfolgreichen
Leiterplattenentwicklung

Patente

FORUM

Entdecken und abwehren illegaler Drohnen
Microelectronics Saxony — Innovation trifft auf Erfahrung
Statistiken, Benchmarks und Marktanalysen
Kolumne: Pustekuchen
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Im Heft redaktionell erwéhnte Firmen
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des Marktes reagieren konnen.

Blick in die Produktion von morgen!

Weitere Informationen: www.rehm-group.com

,Smart Factory* gilt als Hightech-Strategie fiir Indus-
trie 4.0, mit der Elektronikfertiger flexibler auf die Trends

Vision oder langst Realitat? Wagen Sie mit Rehm einen
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The European
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ZVEl:

Die Elektroindustrie
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Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
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INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e.V.

Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de
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Forschungsvereinigung l
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID &.V. 1552
Tel. +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e.V.

Tel. +49 211 1591-0 1569
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de
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